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Os‘twestfalen-Lippe:

Elektronikprototypen von der Hochschule

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Lemgo) kam in den Genuss einer finanziellen Forderung, die dazu ver-
wendet wurde, das Labor fiir Leistungselektronik und Elektrische Antriebe aufzuriisten. Ab sofort sind die
wissenschaftlichen Mitarbeiter des dortigen Fachbereiches 5 (FBS) in der Lage, elektronische Prototypen in

kiirzester Zeit komplett selbst herzustellen.

Die Entwicklung im Bereich Elektronik und Elektro-
technik schreitet rasant vorwirts. Zum einen werden
die Bauteile immer kleiner, zum anderen werden diese
immer kleineren Elemente immer leistungsfahiger.
Die Hochschulen, die Vorreiter in Sachen Forschung
und Entwicklung sein sollen, miissen auf der Hohe
der Zeit bleiben, um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den. Im FB5 der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (HS
OWL) forscht man unter anderem auch an Leistungs-
elektronik fiir die Energietechnik und elektrische
Antriebe. Die Hochschule wurde deshalb in das Pro-
gramm ,,FHInvest“ aufgenommen und mit 850000 €
ausgestattet, um die Laborausriistung zu verbessern
und zu modernisieren. Das Geld kommt zu 80 % vom
Bundesministerium fiir Bildung und Forschung und
zu 20 % vom Land Nordrhein-Westfalen.

Komplette FertigungsstraBe
verktirzt Durchlaufzeiten

,,Bei der Entwicklung von Elektronik ist die Fertigung
von Prototypen ein essenzieller Schritt®, erklart Urs
Obernolte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im FBS5.
,»Nur ein fertiger Prototyp zeigt uns, ob die auf dem
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Papier entwickelte Theorie auch wirklich so funktio-
niert, wie wir uns das ausgedacht haben.* Auch frither
wurden diese Prototypen an der Hochschule herge-
stellt, jedoch hindisch und mit viel zu groSen Abmes-
sungen. Komplexe Baugruppen musste man gar von
externen Partnern fertigen lassen.

Es war deshalb ein logischer Schritt, das Labor des
Fachbereiches mit einer kompletten Fertigungsstrafie
fiir (Multilayer-) Prototypen auszustatten. Ab sofort
kann die Hochschule also jeden Arbeitsschritt ent-
lang der Prozesskette selbst ausfithren und verkiirzt
so die Durchlaufzeiten deutlich: , Frither rechneten
wir in Tagen und Wochen®, verrit Obernolte, ,,heute
konnen wir eine Platine innerhalb von drei bis vier
Stunden herstellen und eine komplette Baugruppe
ist innerhalb eines Tages fertiggestellt.“ Auch die
Abmessungen der Prototypen konnte durch die Inves-
tition deutlich verringert werden. Heute sieht der
Prototyp so aus, wie er spater im praktischen Einsatz
aussieht. ,,Wir kdnnen Leiterbahnen mit einer mini-
malen Breite von 50 Mikrometern herstellen, was
etwa der Halfte der Dicke eines menschlichen Haares
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entspricht“, sagt Obernolte. Spater werden die unter
Schutzatmosphire gelagerten Bauteile auf der Leiter-
karte platziert und verlotet.

Insgesamt 13 neue Maschinen wurden von dem For-
dergeld angeschafft. Herzstiicke der so entstandenen
FertigungsstraBe sind die Geréte der Walter Lemmen
GmbH. Das Unternehmen produziert seit {iber
40 Jahren eine umfangreiche Auswahl an Produkten
der Galvano- und Leiterplattentechnik fiir Industrie,
Forschung und Lehre. Die verschiedenen Anlagen
werden im Werk Kreuzwertheim konstruiert und
gefertigt. Das Produktsortiment umfasst Geréte und
Anlagen zur Herstellung von ein- oder zweiseitigen
Platinen bis hin zu durchkontaktierten Leiterplatten
und Multilayer fiir die Prototy-
pen- und Kleinserienfertigung.
Individuell nach Kunden-
wunsch angepasste Kleingalva-
nikanlagen fiir Trommel- und
Gestellware, zur Veredelung
von unterschiedlichen Materia-
lien fiir dekorative und funktio-
nelle Oberflachen, ergdnzen das
Portfolio.

Diese Gerdte also decken im
Lemgoer Labor nahezu die
komplette Prozesskette der
Leiterplatten- und Multilayer-
fertigung ab: Direktbelichtung,
Entwickeln und Atzen von Lei-
terplatten, Durchkontaktieren
im Carbon-Verfahren mit End-

oberfliache chemisch Nickel/Gold, Laminieren, Boh-
ren und Frésen, Biirsten, Pressen und Trocknen bis
hinein in die Spiilwasseraufbereitung.

Nachdem das Leiterplattenlayout mit einer entspre-
chenden CAD-Software am Computer entstand und
die Fertigungsnutzen (per CAM) erstellt sind, werden
auf der Platine die festgelegten Locher gebohrt. Dazu
wurde aus dem Angebot der Walter Lemmen GmbH
eine CNC gesteuerte Bohr- und Frdsmaschine mit
einem automatischen Werkzeugwechsel und Schall-
schutzhaube geliefert, die unter anderem Excellon-,
Sieb & Mayer- (bohren) sowie HP/GL-Daten (frdsen)
verarbeiten kann. Gebohrt und gefrést konnen sowohl
Kunststoffe als auch Aluminium und Metalle.

Gelbraum-Impressionen: Oben das Herzstiick des neuen Labors mit den Lem-
men-Geraten Multilayerpresse, Laser-Direktbelichter (von Limata), Anlage fiirs
Durchkontaktieren und die Schutzoberfliche sowie die Entwicklungs- und Atzan-
lage. Neben den Schreibtischen die CNC Bohr- und Frasmaschine (v. 1.).
Bild unten: Zur Inbetriebstellung reisten Tanja und Dieter Lemmen nach Lemgo
auf den Hochschulcampus. Ganz links Projektleiter Urs Obernolte
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Die Compacta MDA40 ist flexibel dank modularem Aufbau

Kompakte Anlagentechnik mit groBer Prézision

Nach dem Bohren der Platinen erfolgt als weiterer
Schritt vor den Belichtungsprozessen eine Reinigung
zum Entfernen der Grate und Spéine. Die mecha-
nische Bearbeitung erfolgt mit einer Biirstanlage
mit variabler Oszilllationsfrequenz, einstellbarer
Vorschubgeschwindigkeit und Digitalanzeigen fiir
Dickeneinstellung, Biirstleistung und -verschleif3.
Die Anlage ist mit einer Kreislauffilteranlage mit
Vorratsbehilter verbunden, die das Spiilwasser iiber
einen Feinfilter im Kreislauf fiihrt, reinigt und dem
Biirstprozess zuriickfiihrt. Somit wird der Wasserver-
brauch auf ein Minimum reduziert und das Abwasser
nicht belastet.

Das anschlieBende Durchkontaktieren

der Leiterplatte erfordert eine grofie
Prdzision der Anlagentechnik bei
der Metallisierung der Bohrl6-
cher, Herstellung der Lotfahigkeit

der Kontakte und Erzeugung von
Schutzschichten gegen Oxidation
und Korrosion. Die HS OWL hat sich
nach dem offentlichen Ausschrei-
bungsverfahren des Durchkontak-
tierungsprozesses fiir die Lemmen-
Anlage Compacta entschieden.

Der modulare Aufbau der Anlagen
dieser Modellreihe bietet die Auswahl
bzw. Kombination vieler verschiedener
Anwendungen wie Desmear, Blacke-

ning, Zinnstripper, Resiststripper,

chemisch Zinn, organische Schutzschicht (OSP),
chemisch Nickel/Gold, chem. Silber, galvanisch
Nickel/Gold. Fiir die Hochschule wurde die Durch-
kontaktierungsanlage Compacta MD40 (Arbeitsfla-
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Laminiergerdt mit 500 mm
Arbeitsbreite

che: 300 x 400 mm) um verschiedene Zusatzbecken
fiir den Oberflichenschutz chemisch Nickel/Gold
und Strippen von Leiterplatten — negativ Trocken-
resist erweitert. Zusdtzliche Badeinrichtungen, wie
Bodenheizkdrper, temperaturgeregelt mit Trocken-
gehschutz, Filtereinheiten, Vibrationseinrichtung,
Anodenrahmen und spezielle Halterungen gehoren
zum Standardumfang der Anlage und garantieren der
HS OWL zukiinftig ein optimales Leiterplattener-
gebnis. Dartiber hinaus wurden die Vorgaben der HS
OWL beriicksichtigt, dass die Anlage spéter jederzeit
einfach und ohne grofien Aufwand erweiterbar ist.
Fiir das Aufbringen von Standard Trockenresisten
sowie Lotstopp-Resisten hat sich die HS OWL fiir
zwei Laminatoren mit Arbeitsbreiten von 400 bzw.
500 mm entschieden, um sich das zeitaufwandige
Wechseln der Laminate zu ersparen. Gewiinscht
waren sehr wirtschaftlich arbeitende Gerite, wobei
ein Gerét einen modularen Aufbau mit vielen Stan-
dardfunktionen aufweisen sollte, um bei Anderun-
gen des Umfeldes kundenspezifisch schnell ange-
passt werden zu konnen. Diese Bedingungen erfiillt
der Lemmen-Laminator 500 mm mit touchscreen
nahezu optimal. Stabiler Aufbau mit Sicherheitsein-
richtungen fiir den Lehrbetrieb, Dampfabsaughaube,
5,7-Zoll-Touchscreen, Prozessparameter digital
ablesbar, Rezeptverwaltung, frei definierbare Warn-
und Storgrenzen sowie das Auslesen der
Prozessparameter auf Datentrager
und viele Zusatzoptionen sind vor-
handen und moglich.
Der von der Miinchener Firma
Limata GmbH gebaute und iiber
die Walter Lemmen GmbH an
die HS OWL vertriebene Laser-
Direktbelichter UV-P100 stellt den
ndchsten Schritt in der Prozesskette
dar. Die Wahl der Hochschule fiel
W letztendlich auf den Direktbelichter
UV-P100, da der eingesetzte Dioden-
Laser innerhalb der Belichtungsein-
heit durch seine lange Lebensdauer
mit Standzeiten von iiber 25000 Stun-
den (MTBF) und dadurch einhergehende niedrige
Wartungskosten iiberzeugt hat. Zusitzlich konnen
aufgrund des geringen Energiebedarfs der Maschine
von unter |KW zukiinftig Betriebskosten eingespart
werden. Die groBe Energieeinsparung trigt erheblich



zur Amortisation der Anlage bei,
sagt der Hersteller. Dariiber hinaus
kénnen nicht nur Betriebskosten ein-
gespart werden, sondern durch den
Direktbelichter fallen im Allgemei-
nen mehr als 75 % der Prozess-Schritte
bei der Herstellung einer Leiterplatte im
Vergleich zur Maskenlithographie weg,
von der finanziellen Seite her ein nicht
zu verachtender Aspekt. Das Herzstiick
eines jeden Limata-Direktbelichters
stellt die Belichtungseinheit dar, die mit
bis zu 4 Lasern pro Belichtungseinheit
ausgestattet werden kann. Der LDI der
Hochschule verfiigt iiber eine Belichtungseinheit mit
einem Laser. Der Laserstrahl wird iiber eine Optik auf
ein 2D-Scannersystem gelenkt und iiber eine duflere
telezentrische Optik parallel auf die Leiterplatte
projiziert.

Dieses telezentrische Objektiv ist in der Lage,
Héhentoleranzen des Basismaterials im Bereich
von + 300 um auszugleichen. Somit konnen beste

Aufwand

Der Laser-Direktbelichter
von Limata spart Zeit und

somit kostengiinstig
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Belichtungsergebnisse garantiert
werden. Ein weiteres wichtiges
Thema stellt die Registrierung
des Basismaterials dar. Jedes
einzelne Layout wird im LDI an
den Fertigungsprozess bzw. die

- Fertigungstoleranzen angepasst
< oder skaliert, sodass jeweils minimale

h g . .
- Toleranzen erreicht werden und eine

immer gleiche, hohe Registrierqualitit
ohne Ausschuss sichergestellt wird.
Sollten sich die technischen Anforde-
rungen der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe in Zukunft dndern, so stellt das
aufgrund der Maschinenflexibilitéit kein Problem dar.
Jeder Direktbelichter kann schnell, unkompliziert
und preisgiinstig durch ein Upgrade erweitert werden.
Ein mogliches Upgrade kann direkt vor Ort innerhalb
der Fertigung mit geringem Zeitaufwand erfolgen.

Ist das Bauteil belichtet, wird es entwickelt und
geitzt. Die Verantwortlichen der Hochschule ent-
scheiden sich fiir die Entwicklungs- und Atzanlage

und arbeitet

Leiterplattentechnik
Galvanotechnik
Oberflachenveredelung
Apparatebau

=4
VOOOQ productronlca 2015
Besuchen Sie uns 10.-13.11.2015

Halle B1, Stand 218

Walter Lemmen GmbH o +49 (0)' ¢ info@walterlemmen.de ¢ www.walterlemmen.de

PLUS 9/2015 1783




LEITERPLATTENTECHNIK

Wirtschaftlich und umweltfreundlich:
Die lonenaustauscher-Anlage mit
Kreislauffihrung

Um komplexe Anwendungen zu reali-
sieren, wurde von der Lemmen GmbH ~ Lemmen die Funktionstiichtigkeit des

Mit aufmerksamem Blick priift Dieter

auch eine Multilayerpresse installiert Etching Center S30s

Etching Center S30s der Walter Lemmen GmbH.
Diese Gerite sind fiir den Feinstleiterbereich geeig-
nete Sprithentwicklungs- und Spriihdtzanlagen zur
Herstellung von ein- oder zweiseitigen Leiterplat-
ten oder Formatzteilen. Sie beinhalten in kompakter
Bauweise simtliche Prozessschritte vom Entwickeln,
Atzen und Spiilen (optional Strippen) in einem Gerit
und erméglichen die Herstellung von qualitativ hoch-
wertigen Leiterplattenstrukturen von 50-100 um. Die
Gerite sind gerade fiir die Prototypen- und Klein-
serienfertigung bis zu einer Plattengrofle von 300 x
400 mm geeignet — wie das an der HS OWL gefor-
dert ist. Die Anlagen sind als manuell betriebene oder
als vertikale Durchlaufanlagen mit Spiileinrichtung
erhéltlich und die neuartigen Rotationsspriihsysteme
ergeben eine besonders gleichmaflige und intensive
Behandlung der gesamten Oberfliche. Die Anlagen
sind mit Mehrfachspiilen ausgeriistet und zeich-
nen sich durch ihre saubere und kompakte Arbeits-
weise aus.

Multilayer: Komplexe mehrlagige Bauteilfertigung

In einem weiteren Schritt wird die Lotstoppmaske
auf das Bauteil aufgebracht. Ahnlich dem Atzstopp
geschieht auch das wieder Giber ein Laminiergerit.
Nach einer nochmaligen Belichtung der Leiterkarte,
Entwickeln und Tempern in einem Reflow-Ofen (die-
ser Schritt wird mit einem alten, bereits vorhandenen
Ofen der Firma SMT durchgefiihrt) ndhert sich die
Fertigstellung des Elektronik-Prototyps. Als Oberfla-
chen-Finish wird die Schutzoberflache aus Nickel/
Gold aufgebracht, was wiederum in der oben bereits
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beschriebenen Compacta -Anlage mit Erweiterungs-
becken chemisch Nickel/Gold erfolgt. Um zukiinftig
auch komplexen Leiterplatten-Prototypen, wie Multi-
layer auf der HS OWL her stellen zu kdnnen, wurde
durch die Walter Lemmen GmbH eine hydraulisch
arbeitende Multilayer-Presse auf dem Campus in
Lemgo installiert.

Die Laminierpresse ist fiir das Pressen von klebe-
fahigen Einzellagen in Mehrlagenleiterplatten vor-
gesehen. Das Pressensystem entspricht dem Funk-
tionsumfang der heutigen Produktionspressen. Das
Pressen ist mit bzw. ohne Vakuum mdglich. Die
maximale Laminierfliche betragt 400 x 300 mm. Das
Pressen ist in 1 Etage moglich. Die maximale zulds-
sige Temperatur an den Heizplatten ist 300 °C.
Samtliche Parameter (verschiedene Druckstufen,
Temperaturen und Zeiten der Heiz-, Press- und
Abkiihlphasen) werden iiber die Tastatur in den
PC eingegeben. Der Pressdruck wird hydraulisch
erzeugt. Die Heizplatten werden elektrisch beheizt
und mit Wasser gekiihlt. Die Abkiihlzeit kann iiber
die Tastatur individuell vorgegeben werden. In der
zweiten Phase bis zum Erreichen der Raumtempera-
tur erfolgt kontinuierlicher Kiithlwasserdurchfluss.
Und schlieBlich wurde bei der Ausschreibung der
Hochschule grolen Wert auf Wirtschaftlichkeit und
Umweltschutz gelegt; d.h. Prozesse effizient zu
gestalten und Kosten zu reduzieren: Wohin mit den
Abwissern aus den verschiedenen Produktionsschrit-
ten? Als Systemlieferant bedient die Walter Lemmen
GmbH die gesamte Fertigungskette bis hinein in die
Spiilwasseraufbereitung. Die hochste Effizienz in



der Aufbereitung erreicht man durch eine Ionenaus-
tauscher-Anlage mit Kreislauffithrung. Die Vorteile
liegen auf der Hand. Wiederverwenden statt Entsor-
gen reduziert die Kosten erheblich, weil keine nen-
nenswerten Entsorgungskosten anfallen. Der Teiler-
einigungsprozess im Tagesbetrieb der HS OWL wird
abwasserfrei. Behordenauflagen fiir die Einleitung in
die Kanalisation entfallen und man schont wertvolle
Frischwasserressourcen und damit die Umwelt. Die
kundenspezifische Auslegung, Produktion, Regene-
rierung der Patronen und Installation der Ionenaus-
tauscher-Anlagen der Serie IONEX erfolgt iiber die
Walter Lemmen GmbH.

Die Walter Lemmen GmbH begleitete das Projekt seit
Ende 2012. Es fing mit ersten Kontaktgesprichen auf
Fachmessen in Miinchen statt, Gerétevorstellungen
im hauseigenen Labor, Angebots- und Genehmi-
gungsphasen bis hinein in das Ausschreibungsver-
fahren, Raumplanung, Auftragserteilung, Installation
und Schulung. ,,Eine lange aber sehr spannende und
interessante Zusammenarbeit mit den technischen
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Mitarbeitern des Labor der HS-OWL, so Tanja Lem-
men von der Walter Lemmen GmbH.

Die Hochschule ist seit der Inbetriebnahme der Mul-
tilayerfertigung in der Lage, Standard Trockenresiste
sowie Lotstopp-Resiste in schnellen Prozesszeiten
zu strukturieren, belichten, durch zu kontaktieren,
entwickeln und &tzen sowie Spiilwasser aufzuberei-
ten. Dariiber hinaus kénnen mehrlagige Multilayer in
kurzen Bearbeitungsschritten hergestellt und abgear-
beitet werden.

Die Hochschule und Thre wissenschaftlichen Mitar-
beiter des Labors Leistungselektronik und Elektrische
Antriebe sind zukiinftig kompetente Ansprechpartner
fiir die Herstellung von Leiterplatten und Multilayer®.
Demnach handelt sich also bei der Hochschule um
eine Investition, die sich gelohnt hat. Erfahren Sie
mehr {iber das Unternehmen, die Produktpalette und
Anlagentechnik der Walter Lemmen GmbH auf der
productronica 2015 in Miinchen.

www.hs-owl.de, www.walterlemmen.de,
www.limata.de
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